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AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d’études 55 de la CEI: Fils de bobinage.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

55/701/FDIS 55/728/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti à l'approbation de cet amendement.

___________
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17.3  Diamètres nominaux des conducteurs supérieurs à 0,100 mm

Remplacer le titre et le texte existants par:

17.3  Diamètre nominal du conducteur supérieur à 0,100 mm

La température du bain de brasure doit être de (390 ± 5) °C. La durée maximale d'immersion
(en secondes) doit être le multiple du diamètre nominal du conducteur (en millimètres) donné
ci-après avec un minimum de 2 s.

Grade 1B Grade 2B

12 s/mm 16 s/mm

La surface du fil étamé doit être lisse et sans trou ni résidu d'émail.

18  Adhérence par chaleur ou par solvant

Remplacer le texte existant par le nouveau texte suivant:

NOTE – Adhérence par solvant: essai nécessaire, mais qui n'est pas encore à l'étude.

18.1  Adhérence par chaleur

18.1.1  Force d'adhérence par chaleur d'un bobinage hélicoïdal

18.1.1.1  A température ambiante

Les échantillons doivent être préparés selon la méthode d'essai, et la température de l'étuve
pour le collage doit être fixée selon accord préalable entre l’acheteur et le fournisseur pour les
différents types d'émaux adhérents. La température suggérée pour l’émail adhérent polyamide
est de (200 ± 2) °C et la température suggérée pour l’émail adhérent butyral polyvinylique est
de (170 ± 2) °C.
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